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Litografie

PERSPEKTIVNi RESENi PRO OBOR POLOVODICU A ELEKTRONIKY

Stéle postupujici miniaturizace v oboru polovodicové
elektroniky vyZaduje technologie pro mensi, CistSi
a tenci obvody. Vyrobci museji neustdle zvySovat
produktivitu a podle Moorova zakona kaZdorocné
snizovat naklady na jeden obvod o tfetinu. To vede
ke stale mensim a men3im rozmériim polovodicovych
struktur a k vyvoji a vyrobé kfemikovych desticek o
velkych primérech.

Spolecnost Omron je dobfe zavedenym globalnim
dodavatelem a poskytovatelem fesSeni pokrocilych
technologiivoboru polovodich. BEhem dlouhodobého
partnerstvi s vedoucimi strojirenskymi spolecnostmi a
s vlivnymi subjekty jako je institut SEMI jsme ziskali
potfebné znalosti a know-how stavéjici nas do pozice
vedouci firmy pfi vybavovani téchto strojl vyrobky jako
jsou cidla, programovatelné automaty a servopohony

Ci bezpecnostni prvky. Jsme schopni dodat jakoukoli

soucast, kterou potfebujete k Gsp&Snému vyvoji
polovodi€ovych novinek a jejich uvedent na trh.

Na zakladé technologii a know-how shromaZzdénych
za desitky let prace v oboru primyslové automatizace
(Factory Automation, FA) vytvofila spolecnost
Omron dlouhou fadu softwarovych nastrojd a
mnoho Fad zafizeni pro automatizaci s dirazem na

programovatelné automaty. Tyto hodnotné zdroje



- Zkou3eni

Dokoncena desticka

dokéZou splnit jakékoli poZadavky vyrobnich provozl
nasich zakaznik( od systémd fidicich celé tovarny po
vyrobnf linky, zafizeni a konkrétni aplikace.

Zakladni zpracovani 4
(leptani / cisténi / CMP)

Zakladni zpracovani 6
(litografie)
Zavérecné zpracovani 8

(montaz obvodu / zkouSeni obvodu)

Desky plosnych spojd 10
(expozice / leptani / vrtani)

Ukladani dat 12
(CD / DVD)
Ploché displeje 14

(LCD / PDP)




ZAKLADNI ZPRACOVANI

Leptani a Cisténi desticek jsou kritické procesy vyroby
objevl v technologii mokrych procesli je procesné
spolehlivé méfeni Grovni. Pfirozenymi vlastnostmi
vsech soucasti pouzivanych p¥i tomto zpracovani jsou
extrémni chemicka rezistence a tolerance vysokych
teplot. Cidla Omron jsou konstruovana s ohledem na

tyto pfisné poZadavky.

Chemicko mechanické lesténi (Chemical Mechanical
Polishing, CMP) se stalo procesem prvnivolby branicim
deformacim béhem litografického zpracovani, protoze
vyrovna povrch desticky do ploché, rovnomérné
podoby. Systémy CMP k tomu vyuZivaji brusnou
latku rozptylenou v chemické kaSi vyrovnavajici
topografii desticky. Pfirozené vlastnosti metody CMP
vyZaduji pouZiti specialné konstruovanych prvkd,

které zvladnou procesy jako je identifikace desticek
a bezpecnostni kontrola kritickych oblasti. Spolecnost
Omron nabizi fadu cidel odpovidajicich procesiim
CMP ve v3ech ohledech.
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Standardni sbérnice SEMI

Sledovani desticek

Zjistovani ztracenych desticek

Detekce hladiny tekutiny

Regulator teploty

Bezpecnostni blokovani

Jednotka DeviceNet nabizi:

® nejvyssi spolehlivost provoznich operaci,

e nejvyssi efektivitu zajiSténou komunikaci vyrobce
a spottebitele podle poZadavki,

e vyménu dat s inteligentnimi zafizenimi podle principu
Multimaster a konfiguraci sluzbou Message Service,

e preventivni Gdrzbu (MTBR) podporovanou moduly DeviceNet
s integrovanym zaznamem dat.

Spolecnost Omron vyvinula systém RFID pro pouZiti v oboru
polovodici. Tento systém slouzi ke sledovani novych typi
desticek a obsahuje specialni dvojrozmérny kod.

Specifické vyuZiti:

e integrovany protokol SEMI,

e specialnf vyvojové forum pro pfimou implementaci FOUP.

Digitalni ¢idlo s optickymi vlakny E3X-HB nabizi:

e fizeni detekce bezpecné pfitomnosti desticky
na rliznych podlozkach,

e velmi vysokou chemickou odolnost,
e velmi kompaktni konstrukei.

Cidla E32-D36F a E32-D82F nabizeji:
e detekci odkapavani a mechanismy prevence,
e detekci a prevenci vzduchovych bublin,

e detekci velmi teplych kapalin s minimalnim
pfimym kontaktem,

e specialni teflonovy kryt (PFA) se skvélou odolnosti
vlci chemikaliim a oleji.

Regulator E5R nabizi:

e vicekanalové fizeni teploty v modularnim formatu,
e vysokou presnost,

e rychly komunikacni cyklus,

e komunikaci po shérnici Field-bus.

Zarizeni D4NL nabizi:

e kompaktni plastovy kryt,

e vysokou silu blokovani (1 300 N),

e Siroké spektrum kontaktd,

e feSeni kompatibilni se specifikaci SEMI S2,
® splnéni norem BG, UL/CSA,

e kontakty a indikatory pro diagnostiku.




ZAKLADNI ZPRACOVANI

Pfechodem k vyrobé 300mm desticek vznikly dalsi
pozadavky na tento proces — vysoka presnost méreni
vzdalenosti k povrchu kfemikovych desticek. DalSim

daleZitym prvkem je velmi dynamické a pfesné
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polohovani desticek. Vyrobky Omron pro litografické
systémy jsou konstruovany s ohledem na vysokou

provozni pfesnost.

Pfesné méreni vzdalenosti

Mapovani desticek na 300mm destickach

Technologie pohonii pro fizeni pohybu

Bezpecnostni sledovani

Sledovani vyroby

Polohovani desticek (centrovani)
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Cidlo vzdalenosti Z300 nabizi:

e vysokou pfesnost mérfeni na odrazZejicich
i prdhlednych povrsich,

e pfesné méfeni i v oblasti nm.

Cislo s optickymi vldkny E32-A03/A04 nabizi:

e jistotu rozpoznani procesu i pro mikrotenké desticky,
e odchylku paprsku < 2°,

e velmi kompaktni konstrukci,

e je vhodné pro robotické systémy.

Servosystém Sigma nabizi:

e nejdynamictéjsi vykon,

e extrémné presné polohovani,
e viceosé fizeni pohybu,

e technologii linearnich motor,
e velmi kompaktni konstrukei.

Jednotka bezpecnostniho relé G9SA nabizi:

e zpozdéni pro bezpecné zastaveni fizeni pohon(
kategorie 1,

e roz3ifujici moduly pro snadné pouziti,

e az 8 bezpecnostnich kontaktd,

e zpétnou vazbu a indikatory pro diagnostiku,
e splnéni podminek Semi S2, CE, UL a CSA.

Reseni pevné ¢tecky V530-R160 pro silné
degradované kody nabizi:
e efektivni sledovani vyroby desticek a plo3nych spojd.

Vysokorychlostni zobrazovaci systém F210 nabizi:
e presné polohovani desticek (centrovani),
e detekci vrub( a roviny.




ZAVERECNE ZPRACOVANI

Postupujici miniaturizace polovodicovych technologii
prindsi také stale mensi obvody. Splnéni novych poZadavki
pfi vyrobé vyZaduje u soucasti kontrolujicich kvalitu
spolehlivost, rychlost a odolnost nutnou pro praci v drsném
prostiedi. Cidla Omron tyto naro¢né pozadavky spliiuji.

Zjistovani pfitomnosti obvodu

Zjistovani obvodu

Zjistovani zavadéciho ramu

Specialni opticka vlakna

Digitalni zesilovac vlaknové optiky




Integrované obvody jsou pred dodanim individualné testovany

Vysokorychlostni digitalni cidlo s optickymi vlakny
E3X-DA6-L nabizi:

e detekci pfitomnosti i téch nejmensich obvodd,

® nejvyssi provozni rychlosti,

e aplikacné orientovanou technologii Cidel,

e tepelnou odolnost pro drsna prostredi.

na splnéni poZadované Grovné kvality. Stale rostouci sloZitost
integrovanych obvod( vyZaduje nové zkusebni metody a spolecnost
Omron neustale vyviji vyrobky optimalizované pro plnéni nejvyssich
pozadavk(l na testovani, at jiZ jde o rychlost a spolehlivost vyroby
nebo o spolehlivou detekci téch nejmensich soucasti.

Laserové cidlo ZX nabizi:

e yysoce presné méfeni vzdalenosti nebo prostou
pfitomnost pfedmétu v pasce,

e specialni hlavice ¢idel pro velmi odrazZejici predméty,
e velmi rychlé doby vyhodnoceni.

Cidla E3C i E3T nabizeji:

¢ polohovani nezavislé na barvé,
e potlaceni pozadi,

e velmi kompaktni sestavent.

Rada E32 nabizi:

e velmi spolehlivé rozpoznavani nejmensich pfedmétd,
e tepelnou odolnost pro drsna prostredi,

e konstrukci orientovanou na rizné aplikace.

Cidla E3X-DA-S a E3X-MDA nabizeji:

e nejrychlejsi vyhodnocovani < 50 us,

e externi uceni,

e komunikaci po shérnici Field-bus,

e dvoukanalovy zesilovac o polovicni velikosti,

e splnéni podminek pro mokré procesy podle normy
SEMI S2-200,

e splnéni normy UL991 pro bezpecnostni blokovaci
systémy pro mokré procesy

e vyladéni vykonu pro snadny provoz.
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DESKY PLOSNYCH SPOJU

VSechny casti vyrobniho procesu plosnych spoji (Printed

Circuit Boards, PCB) — od montaZe a péajeni soucasti po

testovani finalntho vyrobku — vyZaduji rychlé, flexibilni a
zcela spolehlivé systémy. Spole¢nost Omron nabizi spektrum
vyrobk{ pro pouZiti v téch castech procesu, kde je absolutné
nutné pfesné polohovani a dynamickd, provozné spolehliva
identifikace. Pfedevsim expozi¢ni systémy kladou extrémné

vysoké pozadavky na zarovnani desek plosnych spojd pfi
velmi vysokém vykonu. Vrtaci stroje o vykonu 400 otvor(/
min. vyZaduji specidlni digitalni pohony a vysokorychlostni
¢idla pro sledovani zlomenych vrtak. Pajeci systémy
vyZzaduji vysokoteplotni ¢idla, pokrocilé regulatory teploty a
pfesné polohovaci servopohony.




Manipulace s destickami

Totalni kontrola stroji

Technologie pohon( pro polohovani
a manipulaci

Bezpecna detekce plosnych spoji

Ultrafialové méreni

Polohovani a zarovnavani
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Opticka bezpecnostni zaclona F3SN je:
e snadno pouZitelna,
e chemicky odolna.

Programovatelné automaty CJ1 nabizeji:

e Siroké spektrum V/V jednotek pro automatizaci strojd,
¢ nepfekonanou flexibilitu pfi modularizaci strojd,

e prehlednou komunikaci v kazdé siti.

Servosystém Sigma nabizi:
e nejdynamictéjsi vykon,
e extrémné presné polohovani,

e viceosé fizeni pohybu.

Cidlo E3S-LS3N nabizi:

® pfesné rozpoznavani pritomnosti a hran,
také vrtani a frézovani,

e potlaceni pozadi.

Zarizeni F3UV nabizi:
e registraci intenzity expozi¢nimi systémy,
e vysokou tepelnou odolnost.

Kamerova cidla F210/250 nabizeji:
e polohovani filmu i desky plosného spoje,
e kontrolu kvality.




UKLADANI DAT

Zafizeni pouZivana pro vyrobu osvédcenych kompaktnich
disk(l (CD) a mnohem novéjsich diskl DVD (Digital Versatile
Disc) jsou z vyrobniho hlediska téméF totoZna. Stejné jsou
i poZadavky na rychlost a spolehlivost vyrobniho procesu.

Cidla Omron jsou v téchto aplikacich pouZivana stéle vice,

protoZe spliuji pfisné poZadavky na vyrobu a kontrolu kvality.
Identifikace kryci vrstvy, polohovani drzakl a identifikace
predmétl nezavislych na médiich — to jsou pouze nékteré
z procesl vyuZivajicich ¢idla Omron.



Fotoelektrické cidlo E3T nabizi:
s e pfesnou detekci vySky a pfitomnosti,
Polohovani a detekce pfi i ’:l'f cent i
pritomnosti % ~ e potlageni pozadi,

e nezavislost na barvé,

e velmi kompaktni konstrukci.

Digitalni ¢idlo s optickymi vlakny E3X-DA-S nabizi:

Presné rozpoznavani krvci vrsty e specialni technologii optickych vladken,
esne rozpoznava yervrstvy e specialni doladéni pro kontrolu kryci vrstvy,

e velmi kompaktni konstrukci.

Cidlo zX a laserové ¢idlo Z300 Ize pouZit pro:

| e méfeni velmi odrazejicich povrchd,
Méreni sklonu ' e velmi pfesné vypocty rozdild vysky,
— e kontrolu mimostrednosti,

e presné polohovani disk({ CD/DVD.



PLOCHE DIPLEJE

Informacni technologie vyzaduji média pro vizualizaci
informaci. Tuto potfebu napliuji ploché displeje. PoZadavky
pocitacového, komunikacniho a automobilového primyslu
na ploché displeje €ini z tohoto trzniho segmentu jeden
z nejrychleji rostoucich obord. Vyroba plochych displejd

je technologicky naro€ny proces a manipulace s velmi
tenkym materidlem a jeho identifikace jsou velmi narocné
Gkoly, pfedevsim pfi méfeni obrysd a tloustky pfi kontrole
vhodnosti pro zpracovani. Spole¢nost Omron nabizi fadu
cidel konstruovanych specialné pro tyto narocné procesy.

Méreni tloustky sklenéného
materialu

Mérent tloustky vrstvy

Zjistovani okrajt

Odolnost proti teplu a vakuu

Manipulace s materialem

Bezkontaktni kontrola
bezpecnosti
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Cidlo vzdalenosti Z300 nabizi:
e vyjimecnou funkénost pfi pfesném méreni
tlouStky materialu.

Cidlo tloustky filmu Z5FM nabizi:
e pfesné méreni tloustky prdhlednych vrstev,
e linearni méfeni dané vysokou rychlosti zpracovani.

Fotoelektrické laserové €idlo E3C-LDA nabizi:
e velmi presné polohovani,
o vybér ze Siroké skaly modeld.

Specialni vlaknova optika pro tepelné odolné aplikace nabizi:

e tepelné odolnou vldknovou optiku pro rozsah teplot
od 150°C do 400°C,

e specialni kovové ochranné trubice zajistujici
mechanickou pevnost.

Cidlo s optickym vldknem E32-L16 lze pouZit pro:

e velmi presné polohovani sklenéného materialu
pro displeje LCD,

e stabilni detekci sklonénych povrchd LCD.

Zafizeni D40B nabizi:

e bezkontaktni bezpecnostni vypinac,

e bezpecnostni kategorii 3,

e ekonomické plastové feseni,

e pouzitelnost v podminkach Semi S2, CE, UL/CSA.




OMRON EUROPE B.V. Wegalaan 67-69, NL-2132 JD, Hoofddorp, Nizozemi. Tel: +31 (0) 23 568 13 00 Fax: +31 (0) 23 568 13 88 www.europe.omron.com

CESKA REPUBLIKA

Omron Electronics spol. s.r.o.
Jankovcova 53, CZ-170 00, PRAHA 7
Tel: +420 234 60 26 02

Fax: +420 234 60 26 07
WWW.omron.cz

Belgie
Tel: +32 (0) 2 466 24 80
www.omron.be

Dansko
Tel: +45 43 44 00 11
www.omron.dk

Finsko
Tel: +358 (0) 9 549 58 00
www.omron.fi

Francie
Tel: +33 (0) 1 49 74 70 00
www.omron.fr

Italie
Tel: +39 02 32 681
www.omron.it

Madarsko
Tel: +36 (0) 1 399 30 50
www.omron.hu

Némecko
Tel: +49 (0) 2173 680 00
www.omron.de

Nizozemi
Tel: +31 (0) 23 568 11 00
www.omron.nl

Blizky vychod, Afrika a ostatni zemé vychodni Evropy, Tel: +31 (0) 23 568 13 00 www.europe.omron.com

Norsko
Tel: +47 (0) 22 65 75 00
WWw.omron.no

Polsko
Tel: +48 (0) 22 645 78 60
www.omron.com.pl

Portugalsko
Tel: +351 21 942 94 00
www.omron.pt

Rakousko
Tel: +43 (0) 1 80 19 00
www.omron.at

Rusko
Tel: +7 095 745 26 64
WWW.russia.omron.com

Spanélsko
Tel: +34 913 777 900
www.omron.es

Svédsko
Tel: +46 (0) 8 632 35 00
WWw.omron.se

Svycarsko
Tel: +41 (0) 41 748 13 13
www.omron.ch

Turecko
Tel: +90 (0) 216 474 00 40
www.omron.com.tr

Velka Britanie
Tel: +44 (0) 870 752 08 61
www.omron.co.uk

r . L
Autorizovany distributor:

BRL_AUTO_MS_CZG01_0404




